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科创板七周年：611家企业市值超13万亿元

低位的注销式回购更加利好
周科竞

历经阶段性调整之后，A股部分上

市公司的股价处于相对低位，此时上市

公司掀起一波回购潮。部分公司更是选

择回购股份并注销，此操作对股价的利

好效应更足，不仅能对公司股价有更好

的支撑，同时也能更大程度提升股东

价值。

在A股市场调整周期中，股价持续

回落让不少上市公司估值回归低位区

间。在此背景下，越来越多上市公司启

动股份回购计划，其中注销式回购的

含金量最高，也是对二级市场最实在

的利好。

不同于用于股权激励、员工持股的

普通回购，回购注销是直接缩减公司总

股本，从基本面和资金面双向改善上市

公司投资价值，尤其在股价低位阶段开

展操作，利好效果会被进一步放大。

上市公司选择在股价低位进行回

购并注销，首先体现出公司对自身经营

状况和未来发展的充分信心。敢于真金

白银回购股份，说明上市公司现金流稳

定、经营基本面健康，不存在经营恶化、

债务承压等问题。在市场情绪偏弱、投

资者信心不足的阶段，上市公司的真金

白银回购，能够有效对冲市场悲观情

绪，向市场传递估值偏低、具备配置价

值的明确信号。

从资金层面来看，低位回购能够直

接为个股提供买盘支撑。市场调整阶

段，场内抛压集中，散户恐慌抛售容易

引发股价非理性下跌。上市公司此时入

场回购，可以承接部分市场抛压，遏制

股价持续下行的态势，稳定二级市场价

格走势，避免个股出现超预期的非理性

回调。

从股东权益角度分析，低位注销式

回购能够切实提升全体股东的权益。总

股本缩减后，上市公司的每股收益指标

会得到提升，公司整体含金量随之增

加。相比高位回购，低位回购的资金利

用效率更高，同样的资金可以回购更多

股份，注销后对财务指标的优化效果更

加明显，长期增厚股东收益。

对于上市公司自身而言，股价处于

低位时，公司股票的投资价值高于市场

平均水平，此时回购自家股份，是对公

司闲置资金的高效利用。这种低位回购

的成本优势，远优于高位回购，能够实

现更好的回购效率，持续优化公司股本

结构，为后续股价修复和长期估值修复

打下基础。

部分投资者容易混淆普通回购和

注销式回购的区别，单纯回购不注销，

股份会以库存股的形式留存，未来存在

再次减持、股权激励发放的可能，对市

场的利好相对有限。而注销式回购是永

久性缩减股本，不存在后续减持套现的

压力，利好具备长期性和确定性。

当然，并非所有实施注销式回购的

上市公司都具备投资价值。投资者需要

甄别回购的资金来源和上市公司基本

面，依托自有闲置资金、经营稳健的低

位注销式回购，更值得关注。

扭亏之后，芯迈半导体三战IPO
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历经三轮融资，集齐红杉、高瓴、小米、

“宁王”等一众知名机构的芯迈半导体于7月

递表，三度冲击IPO。

港交所官网近日披露，芯迈半导体技术

（杭州）股份有限公司已向港交所主板递交

上市申请。这是继2025年6月30日、2026年1

月7日两次递表失效后，芯迈半导体第三次

冲击港股上市。

历经多轮融资，芯迈半导体股东阵容汇

集多家知名产业资本与财务投资机构。天眼

查股权信息显示，公司A轮融资阶段便引入

红杉中国、宁德时代相关投资主体、小米集

团旗下湖北小米长江产业基金合伙企业（有

限合伙），以及高瓴创投旗下珠海巍恒股权

投资合伙企业（有限合伙）、杭州富阳项恒股

权投资合伙企业（有限合伙）；推进至后续融

资阶段，高瓴创投继续追加投资。

芯迈半导体主营功率半导体业务，聚焦

电源管理芯片（PMIC）与功率器件研发、销

售。功率半导体主要调控电路电压、电流参

数，实现电能高效转换与管理，属于各类电

子设备核心基础元器件。公司产品布局移动

技术、显示技术、功率器件三大方向，下游覆

盖多元场景：汽车电子；基站、网络通信设备

等电信设施；包含AI服务器在内的数据中

心；电机驱动、电池管理系统（BMS）、绿色能

源设备、人形机器人等工业领域，以及智能

手机、电视等消费电子产品。

受益于汽车电气化、AI算力基础设施建

设、工业智能化趋势，功率半导体行业具备

长期增长稳定的空间。行业需求由两大板块

支撑：消费电子、工业自动化、汽车市场构筑

传统需求基本盘，新能源汽车渗透率持续提

升成为核心增长动力；AI数据中心、人形机

器人等新兴应用场景持续扩容，开辟全新增

量空间。

招股书援引弗若斯特沙利文数据显示，

2025年全球功率半导体市场规模6345亿元，

预计2030年增至8878亿元，年复合增长率

6.9%。细分赛道中，2025年全球电源管理芯

片（PMIC）市场规模3825亿元，预计2030年

达到5614亿元，年复合增长率8%；汽车电子

为增速最快赛道，2025年至2030年汽车

PMIC市场年复合增长率可达10.9%。

从市场占有率来看，芯迈半导体当前

行业整体份额仍有待提升。按2025年收入

统计，公司全球PMIC市场份额约0.4%；细

分领域，在全球消费电子PMIC赛道排名

全球第11位，市场份额1.6%；全球MOSFET

市场份额为0.1%。

相较前两次递表，本次申报一大显著变

化是，依托行业红利，公司经营状况明显改

善，实现阶段性扭亏。

财务数据显示，芯迈半导体营收在2024

年短暂回调后重回上行通道。2023年、2024

年、2025年营收分别为16.4亿元、15.74亿元、

19.53亿元；2026年1至4月营收8.37亿元，对

比2025年同期5.71亿元，同比增长约46.46%。

伴随营收增长，盈利端迎来拐点：2026

年前4个月，公司实现净利润2850万元，上年

同期净亏损1.59亿元；同期经调整净利润

5630万元，上年同期亏损5764万元。在此之

前，公司连续三年处于亏损状态，2023年净

亏损5.06亿元，2024年净亏损扩大至6.97亿

元，2025年亏损收窄至2.78亿元。

北京社科院副研究员王鹏向北京商报记

者分析，市场投资逻辑正从概念驱动转向商

业落地驱动，大模型应用、智算中心建设催生

真实市场需求，规模化商业化应用带动半导

体多个细分赛道实现稳步增长。

北京商报记者就相关业务问题咨询芯迈

半导体方面，公司相关人士回复称，公司始终将

研发置于优先地位并扩大产品应用覆盖范围，

尤其在新兴领域(包括电信及计算和汽车电子)

已实现产品采用率及出货量的持续增长。

而用业绩解答盈利考题之后，芯迈半导

体的上市进程或将再添筹码。

北京商报记者 陶凤王天逸

芯迈半导体核心财务数据芯迈半导体核心财务数据 （单位：亿元）

2023年 2024年 2025年 2026年1—4 月

营业收入 16.4 15.74 19.53 8.37

营收同比 -2.86% -4% 24.1% 46.46%

净利润 -5.06 -6.97 -2.78 0.285

经调整净利润 0.45 -0.87 -0.97 0.563

24只千亿市值

开市七年，科创板上市公司扩容至611

家。截至7月22日收盘，板块上市企业合计总

市值超13万亿元。

七年发展历程中，科创板培育出寒武纪、

中芯国际、海光信息、中微公司、华虹宏力等

24家千亿市值上市公司。其中，寒武纪总市值

位居板块首位，最新总市值约8230.64亿元；

中芯国际紧随其后，总市值约7760.82亿元；

海光信息总市值约7707.51亿元。中微公司、

沐曦股份等8家企业总市值处于2000亿—

4000亿元区间；联讯仪器、盛科通信等13只

个股总市值处于1000亿—2000亿元区间。

从个股收盘价来看，A股股价前三席位

均由科创板企业占据，依次为联讯仪器、源杰

科技、寒武纪。截至7月22日收盘，联讯仪器报

1888.08元/股，源杰科技报1415元/股，寒武

纪报1310元/股。

7月22日晚间，联讯仪器发布公告，预计

2026年半年度归属净利润5.1亿—5.8亿元，较

上年同期增长801.96%—925.75%。

按照申万二级行业划分，科创板半导体

企业数量居首，共计116家；医疗器械行业紧

随其后，拥有53家上市公司；软件开发行业位

列第三，共38家企业。

研发投入是衡量科创企业核心竞争力的

重要标尺。同花顺iFinD数据显示，2025年科

创板上市公司合计研发费用超1800亿元。细

分来看，百济神州研发投入领跑全板块，全年

研发费用达155.08亿元，也是板块内唯一一

家研发费用突破百亿元的企业；此外，中芯国

际、海光信息、时代电气等33家企业年度研发

费用超过10亿元。

盈利能力方面，2025年中芯国际成为科

创板盈利规模最高的企业，全年实现归属净

利润约50.41亿元。紧随其后，时代电气、中国

通号当年归属净利润分别约为40.97亿元、

36.86亿元，两家企业净利均突破30亿元。除

上述三家企业外，另有23家科创板上市公司

全年净利润超10亿元。

业绩预告层面，目前已有56家科创板企

业披露2026年上半年业绩预告。以预告净利

润上限统计，50家企业预计实现盈利。其中，

佰维存储上半年业绩表现突出，预计实现归

属净利润70亿—75亿元，上年同期亏损2.26

亿元，实现同比扭亏。

数据显示，上述611家科创板企业首发募

集资金总额约9762.49亿元。值得关注的是，

处于已发行待上市阶段的长鑫科技发行价定

为8.66元/股。按照该发行价测算，若本次发行

顺利完成，在超额配售选择权行使前，预计募

集资金总额约579.19亿元，将刷新科创板IPO

历史融资纪录。

79家企业排队IPO

除存量上市公司外，科创板IPO储备项目

储备充足，当前共有79家企业处于IPO审核

进程中。

根据同花顺iFinD统计，从申报进度划分：

思朗科技、汇禾医疗等11家企业处于受理阶

段；同创普润、羲禾科技、上海隐冠等57家企业

处于问询阶段；华盛雷达最新状态为上会暂缓

审议；信诺维已提交注册；莱普科技、恒润达

生、韬盛科技3家企业IPO处于中止状态。

与此同时，长鑫科技处于已发行待上市阶

段；宇树科技、燧原科技、频准激光、国仪量子、

高凯技术已完成注册生效，尚未启动发行。

从赛道分布观察，排队企业集中布局半导

体、具身智能、商业航天等前沿硬科技领域。

在“国产GPU四小龙”中，摩尔线程、沐曦

股份、燧原科技相继冲刺科创板，壁仞科技选

择赴港上市。伴随燧原科技IPO拿到注册批

文，“国产GPU四小龙”即将齐聚资本市场。成

立八年来，燧原科技自主迭代四代架构、五款

云端AI芯片，搭建起覆盖AI芯片、AI加速卡

及模组、智算系统集群、AI计算编程软件平台

的完整产品体系。

回溯燧原科技IPO历程：2026年1月22日

申报获受理，2月11日进入问询，6月15日首发

上会获得通过，6月18日提交注册，7月9日取

得证监会注册批复。本次IPO，燧原科技拟募

集资金约60亿元。

具身智能赛道申报热度持续走高。7月2

日，证监会公示信息显示，宇树科技科创板

IPO注册生效。宇树科技也是科创板预先审阅

机制下第二单IPO项目，闯关进程高效：自今

年3月20日招股书获受理至注册生效，历时仅

三个多月。

此外，具身智能机器人企业云深处同样

申报科创板，IPO申请于5月18日获受理，公

司主营四足机器人、轮足机器人等具身智能

机器人研发、制造与产业化。

商业航天赛道同样迎来集中申报，蓝箭

航天、微纳星空、中科宇航3家企业科创板IPO

均进入问询阶段，拟募集资金分别约75亿元、

50亿元、41.8亿元。

德勤在《2026年中国内地和香港新股市

场的中期回顾与展望》中指出，随着科创板改

革、创业板第四套上市标准出台，及科创板的

估值进一步上扬，预料会有更多来自硬科技

企业和一些具标志性新股上市。

政策持续加码

开市七年，科创板制度供给与政策支持

持续加码。作为注册制改革“试验田”，板块持

续完善全链条制度体系：落地五套差异化上

市标准，打通未盈利企业、红筹企业、特殊股

权架构企业上市通道；相继推出“科创板八

条”“1+6”深化改革举措，设立科创成长层、拓

宽第五套上市标准适用范围，持续提升对前

沿科创企业的包容性。

今年6月17日，证监会主席吴清在2026

陆家嘴论坛上提出，扩大科创板第五套上市

标准适用范围至人工智能领域，积极支持优

质人工智能大模型企业登陆科创板；落实发

展未来产业战略部署，扶持量子科技、生物制

造、具身智能等更多赛道“硬科技”企业上市。

当日，上交所同步发布《上海证券交易所

发行上市审核规则适用指引第10号——人工

智能大模型企业适用科创板第五套上市标

准》（以下简称《指引》），文件自发布之日起施

行。《指引》共计十五条，细化大模型企业适用

第五套上市标准的各项条件，明确主营业务

范畴为人工智能大模型自主研发、模型服务

或模型应用等。

系列改革举措落地之下，智谱、MiniMax

推进“A+H”上市进程提速。目前智谱A股IPO

辅导状态变更为辅导工作完成；MiniMax已

于5月29日正式启动A股IPO辅导。

与此同时，科创板持续优化再融资、并购

重组相关规则，完善股权激励机制，丰富科创

指数与投资产品；配套推出IPO预先审阅、资

深专业机构投资者试点等创新安排，畅通科

技企业直接融资渠道。一系列制度创新持续

引导资本流向原始创新、关键技术攻关领域。

安永北京主管合伙人杨淑娟表示，依托

政策红利与融资环境改善，部分港股上市科

创企业加速筹划回归A股，以此拓宽融资渠

道、提升研发投入能力。

北京商报记者马换换李佳雪

7月22日，科创板迎来开市七周年。2019年7月22日，科创板正式鸣锣开市，首批

25家上市公司登陆资本市场。截至目前，已有611家企业在科创板挂牌上市，板块合

计总市值超13万亿元。纵观科创板个股成色，“硬科技”底色十足，2025年科创板上市

公司合计研发费用超1800亿元。未来，科创板还将进一步扩容，同花顺iFinD统计显

示，当前共有79家企业处于科创板IPO排队序列，存储芯片龙头长鑫科技已于7月16

日启动新股申购，即将登陆资本市场。

科创板七年核心板块概况（截至7月22日）

上市公司数量

611家
（7月22日收盘）

板块总市值

超13万亿元

千亿市值企业数量

24家

首发募资总额

约9762.49亿元

（7月22日收盘）

A股股价前三名

联讯仪器1888.08元/股

源杰科技1415元/股

寒武纪1310元/股

申万二级行业数量TOP3

半导体（116家）

医疗器械（53家）

软件开发（38家）


